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Beschreibung 

SMD-Bauteil in Stapeltechnologie 

Moderne Technologien erfordern zunehmend elektrische Bauteile 
mit auSerst nieddrigem Ersatzserienwiderstand (ESR) . 
Verwirklichen laSt sich dieser niedrige ESR unter anderem 
durch Parallel schalten von Einzelkondensatoren, die von einem 
gemeinsamen Gehause umfafit werden (Konzept Multianode, US 
Patent 6,686,535), oder durch Parallelschalten von 
Einzelkondensatoren, die jeweils von einem Gehause umfaSt 
werden. 

Im direkten Vergleich der Verfahren verursacht die 
Multianodentechnik j'edoch hohere Herstellungskosten. So 
findet das Parallelschalten etwa in der Mitte des gesamten 
Pertigungsprozesses statt und es imissen, falls in einem der 
folgenden Fertigungsschritte ein Einzelkondensator ausfallt, 
alle Kondensatoren dieser Anordnung verworfen werden. Das 
POSCAP-Prinzip erlaubt dagegen die Parallelschaltung im 
letzten Fertigungsschritt und minimiert somit massiv den 
AusschuS. Zudem laSt, bedingt durch den inneren Aufbau eines 
Multianodenbauelements, der ESR-Wert gegeniiber den 
Einzelkondensatoren nicht so stark absenken, wie dies beim 
POSCAP-Bauelement der Fall ist. 

Allerdings weist auch das Parallelschalten von 
Einzelkondensatoren Nachteile auf . So ist, siehe Abbildung 1 
(Seitenansicht) bzw. Abbildung la (Stirnseite) , bedingt durch 
die Verbindungstechnik der Einzelkondensatoren (SchweiSpunkte 
40 nicht lotbar) und die verwirklichte Geometrie (Uberstand 
50 des oberen Terminals 10) , eine der IEC 61760-1 
entsprechende Lotbenetzbarkeit nicht gegeben, bzw. nur sehr 
schwer erreichbar. 

Die vorliegende Erfindung zeigt an je einem Beispiel zwei 
Wege auf, ein Kondensatorelement , basierend auf 
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Tantalelektrolytkondensatoren, zu realisieren, das die 
Vorzuge eines niedrigen ESR mit denen der normgerechten 
Lotbenetzbarkeit vereint. Prinzipiell laSt sich dieser Weg 
auch auf samtliche andere aktive und passive Bauelemente bzw. 
Kombinationen unter diesen anwenden. 

Diese Ziele lassen sich mit den Merkmalen der Patentanspruche 
erreichen. 

Ein SMD-Bauteil, das mehrere parallelgeschaltete 
Einzelkondensatoren aufweist, wird durch Stapeln von 
Einzelkondensatoren realisiert. Das Terminal des oberen 
Bauteils umfaSt das untere Bauelement und bildet zudem die 
Kontaktlaschen, auf denen das Bauteil letztendlich zum Liegen 
kommt. Die Lotbarkeit gegenuber einem Bauteil der Abbildung 1 
ist verbessert, da bei einer derartigen Anordnung kein 
Uberstand von Terminals auf der zu lotenden Flache auftritt. 

Ein SMD-Bauteil, das mehrere parallelgeschaltete 
Einzelkondensatoren aufweist , . wird durch Stapeln von . 
Einzelkondensatoren auf zwei vorzugsweise L-formig gestaltete 
Kontaktstreif en realisiert, welche letztendlich die 
Anschlufiterminals des Gesamtbauelements darstellen. 

Die Kontaktstreif en bestehen vorzugsweise, jedoch nicht 
zwingend, aus demselben Material wie die AnschluSterminals 
des Kondensators . Dabei ist zu beachten, daS vorab die 
elektrischen Anschlusse des bzw. der unter im Stapel 
liegenden Kondensators -bzw. Kondensatoren vor allem bei 
geringen Bauhohen der Einzelkondensatoren nach oben gebogen 
werden, wobei die elektrischen Anschlusse des obersten 
Kondensators nach unten gebogen werden. Durch das Stapeln 
kommen die L-formigen Kontaktstreif en iiber den einzelnen * 
elektrischen Anschliissen der Kondensatoren zum Liegen. 

Der Kontakt zwischen den L-formigen Streifen und den 
Anschliissen der Kondensatoren wurd durch ein 
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Verbindungsverfahren realisiert (z.B. Loten, Kleben, 
SchweiSen) . So gestattet beispielsweise das LaserschweiSen 
ein Fugen der Materialien, welches eine sowohl elektrisch, 
als auch mechanisch stabile Verbindung schaf f t . 

Als Vorzuge kommen durch die Gestaltung der Verbindung 
zwischen den Kontaktstreif en und den Anschlussen der 
Kondensatoren die normgerechte Lotbenetzbarkeit , durch die 
beschriebene Gesamtgeometrie mit separaten Kathodenableitern 
der Einzelkondensatoren der niedrigere ESR, sowie durch die 
Parallelschaltung am Ende des Fertigungsprozesses, d.h. 
nachdera alle Kondensatoren jeweils mit einem Gehause umgeben 
wurden, der geringere AusschuiS bzw. daraus folgend geringere 
Herstellungskosten . 

Ein Vorteil der Erfindung liegt in der Realisierung der 
beschriebenen Anordnungen von Einzelbauteilen, bzw. in der 
Realisierung eines Montageverf ahrens , das das Fertigen eines 
SMD-Bauteils ermoglicht, welches aus zwei oder mehreren 
Einzelbauteilen besteht und die oben genannten .Vorzuge 
aufweist. Im Fall von Kondensatoren kommen sowohl Standard - 
Kondensatoren mit drahtf ormigem Ableiter, wie auch 
Kondensatoren mit flachigem Ableiter (siehe DE 199 41 094) in 
Frage . 

Ein SMD-Bauteil, das mehrere parallelgeschaltete 
Einzelkondensatoren aufweist, wird durch Stapeln von 
Einzelkondensatoren realisiert. In diesem Fall umfaSt das 
Terminal des oberen Bauteils 1 das des unteren Bauteils 2 und 
bildet zudem die Kontaktlaschen, auf denen das Bauteil 
letztendlich zum Liegen kommt. Siehe Abbildung 2. Alternativ 
ist eine Anordnung denkbar, wie sie Abbildung 3 verdeutlicht . 

Die Abbildungen 4 bis 7 zeigen exemplarisch in schematisher 
Teil-Seitenansicht zwei gestapelte Tantalkondensatoren, deren 
anodische Terminals 1 und 2 in unterschiedlicher Art gebogen 
und in einem Folgeschrif tt mit einem L-formigen 
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Kontaktstreifen 3 verschweifit werden. Je nach Anordnung der 
unter dem Streifen 3 liegenden Terminals der einzelnen 
Kondensatoren sind eine oder mehrere SchweiSpunktebenen 4 
erforderlich, siehe Abbildung 8 bzw. 8a. 

Alternativ ware entsprechend Weg 2 auch ein horizontales 
Aneinanderreihen, bzw. Kombinationen von vertikalem und 
horizontalera Stapeln denkbaf,. sodafi die Bauteile ahnlich der 
Abbildung 9 zum Liegen kommen. 
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Patentanspriiche 

1. Oberf lachenmontierbares Bauelement, insbesondere 
Kondensator, mit mehreren AuSenanschliissen und mit 
niehreren gestapelten und zusammengeschalteten 
Einzelbauelementen, die jeweils einander zugeordnete und 
mitenander zu Gruppen verbundene Einzelanschlusse 
aufweisen, wobei jeder AufienanschluS mit einer Gruppe von 
Einzelanschlussen verbunden ist und laschenf ormig unter 
das auf eine Oberf lache zu montierende Einzelbauelement 
greif t . 

2. Oberf lachenmontierbares Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , dafi die Einzelbauelemente 
ubereinander gestapelt sind und jede Lasche eines 
AuSenanschlusses mit einem zugeordneten EinzelanschluS 
durch Loten, Kleben oder schweiSen verbunden ist. 
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Abbildung 1 



Abbildung 3 



Abbildung 7 



Abbildung 8 


Abbildung 8a 



Abbildung 9 
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